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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　帯電防止シリコン離型フィルムであって、
　ポリエステルフィルムと、
　前記ポリエステルフィルムの少なくとも一面に帯電防止シリコン離型組成物で１回以上
コーティングされたコーティング層と、を含み、
　式１及び式２を同時に満たし、
　前記帯電防止シリコン離型組成物は、オルガノポリシロキサン、オルガノハイドロジェ
ンポリシロキサン、シランカップリング剤、導電性ポリマー樹脂及び白金キレート触媒を
含み、
　前記帯電防止シリコン離型組成物は、１．２～５重量％の固形分を含有することを特徴
とする、
　帯電防止シリコン離型フィルム。
ＳＲ≦１２（式１）
ＳＡＳ≧８０（式２）
［式中、ＳＲ（Ω／ｓｑ）は、前記コーティング層の表面抵抗であり、ＳＡＳ（％）は、
前記コーティング層の残留接着率である。］
【請求項２】
　前記帯電防止シリコン離型組成物中の前記導電性ポリマー樹脂は、ポリ陰イオンにポリ
チオフェン又はその誘導体を重合して製造されることを特徴とする、請求項１に記載の帯
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電防止シリコン離型フィルム。
【請求項３】
　前記帯電防止シリコン離型組成物中の前記導電性ポリマー樹脂の量は、前記オルガノポ
リシロキサン１００重量部に対して０．０５～０．５重量部であることを特徴とする、請
求項１に記載の帯電防止シリコン離型フィルム。
【請求項４】
　前記帯電防止シリコン離型組成物中の前記シランカップリング剤の量は、前記オルガノ
ポリシロキサン１００重量部に対して０．０５～１重量部であることを特徴とする、請求
項１に記載の帯電防止シリコン離型フィルム。
【請求項５】
　前記帯電防止シリコン離型組成物中の前記オルガノハイドロジェンポリシロキサンは、
前記オルガノポリシロキサンのビニル基１個に対して、前記オルガノハイドロジェンポリ
シロキサン中のシリコン原子に結合した水素原子を０．５～１．２個有することを特徴と
する、請求項１～４のうちの何れか一項に記載の帯電防止シリコン離型フィルム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、帯電防止機能のある帯電防止シリコン離型フィルムに関し、通常の離型フィ
ルムが粘着剤及び接着剤層と分離される時に静電気現象が発生しやすくなり、かかる静電
気現象による汚染は、致命的な製品欠陥に直結しうるため、このような問題点を解決し、
かつ半導体、電気電子用及びディスプレイ用途として使用可能な帯電防止シリコン離型フ
ィルムに関し、優れた帯電防止機能により粘着剤、接着剤との剥離時に静電気現象による
製品の汚染現象を減らすことができ、離型層の硬化妨害が起きないから、基材及びコーテ
ィング層の密着力に優れており、これによって安定した離型特性を有する帯電防止シリコ
ン離型フィルムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、半導体、電子機器及びディスプレイデバイスの分野が急激に発展している。この
分野において合成樹脂又は合成繊維の使用が急増するにつれて、静電気に係る困難な問題
が台頭している。一般に、粘着剤層を保護することを主目的とする離型フィルムの分野で
も、前記樹脂又は繊維の使用量が急増しており、このような使用のために帯電防止機能が
多く求められている。従来は、離型フィルムを粘着剤層から分離する時に発生する静電気
によって生じる汚染現象などの問題を解決するために、粘着剤層に帯電防止機能を付与し
た。しかしながら、粘着剤層に帯電防止機能を付与する場合には、帯電防止剤と粘着剤と
の相溶性が良くないから、粘着剤層が帯電防止性を十分に示すことができないという問題
点があった。したがって、最近では、粘着剤層以外に離型層に帯電防止機能を付与する場
合が多くなった。
【０００３】
　前記精密素材分野用途の離型フィルムに要求される物性としての離型特性には、接着剤
（粘着剤）の種類及び用途に応じた適切な剥離力、離型層が接着層（粘着層）に転写され
る際に接着機能を低下させない高い残留接着率、溶剤型接着剤（粘着剤）の有機溶剤によ
り離型層が剥がされないような耐溶剤性、及び離型フィルムが光学用途のものである場合
における高い光透過性などが求められている。
【０００４】
　従来、帯電防止技術には、有機スルホン酸及び有機リン酸のような陰イオン化合物を利
用した内部添加法、金属化合物を蒸着する方法、導電性無機粒子を塗布する方法、低分子
の陰イオン性又は陽イオン性化合物を塗布する方法、及び導電性高分子を塗布する方法な
どが使用されている。
【０００５】
　このような帯電防止技術を応用した帯電防止離型フィルムを製造するための従来の方法
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としては、シリコン組成物内にリチウム、銅、マグネシウム、カルシウム、鉄、コバルト
、ニッケルなどの金属を含有させる方法が公知されている（特許文献１参考）。しかしな
がら、前記方法は、経済的な側面で不利であり、かつ充分な帯電防止性能を発揮するのに
限界があり、光学用途である場合に均一なコーティング層の形成が阻害される。
【０００６】
　また、帯電防止組成物が導電性ポリマー、イオンタイプの高分子などである場合、帯電
防止組成物がシリコン離型組成物の硬化を妨害して離型コーティング層を形成し難くなる
。また、帯電防止層とシリコン層との間の密着力が低下して、シリコンが転写されると粘
着剤、接着剤の機能を低下させるという問題点が発生する。そのため、従来の帯電防止離
型フィルムの場合に、基材に帯電防止組成物をまず塗布乾燥させた後、離型組成物を塗布
するか、又は基材の一面に帯電防止組成物をまず塗布した後、反対面に離型組成物を塗布
する方法により、帯電防止機能と離型機能とを同時に具現することができた。しかしなが
ら、このような方法は、最小２回以上のコーティング及び乾燥工程を経なければならない
ので、加工時間及び加工費が多くかかるという問題点を有している。
【特許文献１】米国特許公報第４，７６４，５６５号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、前記のような要求に応え、従来の問題点を解決するために案出したものであ
って、インライン又はオフライン製造工程を経て半導体、電子機器及びディスプレイデバ
イス用途の離型フィルムとして使用する場合において、優れた帯電防止機能で粘着剤、接
着剤との剥離時に静電気現象による製品の汚染を減らすことができる帯電防止機能のある
シリコン離型フィルムを提供することにある。
【０００８】
　本発明の他の目的は、一回のコーティングにより十分な離型力を示し、離型組成物の硬
化妨害がないために基材とコーティング層との密着力に優れ、帯電防止シリコン離型組成
物が塗布された層を備える非常に優れた帯電防止シリコン離型フィルムを提供することに
ある。
【０００９】
　本発明の前記及び他の目的と利点は、好ましい実施形態を説明した下記の説明からより
明確になるはずである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の目的を達成すべく、本発明による帯電防止シリコン離型フィルムは、ポリエステ
ルフィルムと、前記ポリエステルフィルムの少なくとも一面に帯電防止シリコン離型組成
物で１回以上コーティングされたコーティング層と、を含み、式１及び式２を同時に満た
すことを特徴とする。
ＳＲ≦１２　　　（式１）
ＳＡＳ≧８０　　（式２）
式中、「ＳＲ（Ω／ｓｑ）」は、前記コーティング層の表面抵抗であり、「ＳＡＳ（％）
」は、前記コーティング層の残留接着率である。
【００１１】
　前記帯電防止シリコン離型組成物は、オルガノポリシロキサン、オルガノハイドロジェ
ンポリシロキサン、シランカップリング剤、導電性ポリマー樹脂及び白金キレート触媒を
含むことを特徴とする。
【００１２】
　また、好ましくは、前記帯電防止シリコン離型組成物中の前記導電性ポリマー樹脂は、
ポリ陰イオン（ポリアニオン）にポリチオフェン又はその誘導体を重合して製造されるこ
とを特徴とする。
【００１３】
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　また、好ましくは、前記帯電防止シリコン離型組成物中の前記導電性ポリマー樹脂の量
は、前記オルガノポリシロキサン１００重量部に対して０．０５～０．５重量部であるこ
とを特徴とする。
【００１４】
　また、好ましくは、前記帯電防止シリコン離型組成物中の前記シランカップリング剤の
量は、前記オルガノポリシロキサン１００重量部に対して０．０５～１重量部であること
を特徴とする。
【００１５】
　前記帯電防止シリコン離型組成物は、１．２～５重量％の固形分を含有することを特徴
とする。
【００１６】
　また、さらに好ましくは、前記帯電防止シリコン離型組成物中の前記オルガノハイドロ
ジェンポリシロキサンは、前記オルガノポリシロキサンのビニル基１個に対して、前記オ
ルガノハイドロジェンポリシロキサン中のシリコン原子に結合した水素原子を０．５～１
．２個有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明による帯電防止シリコン離型フィルムは、インライン又はオフライン製造工程を
経て、半導体、電子機器用及びディスプレイデバイス用途の離型フィルムとして使用する
場合において、優れた帯電防止機能で粘着剤、接着剤との剥離時に静電気現象による製品
の汚染現象を減らすことができる。
【００１８】
　また、本発明による帯電防止シリコン離型フィルムは、離型層の硬化妨害が起きないか
ら、基材とコーティング層との密着力に優れており、これによって安定した離型特性で上
記の用途に非常に適切に使用することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施例を参照して、本発明を詳細に説明する。これらの実施例は、単に
本発明をさらに具体的に説明するために例示的に提示したものに過ぎず、本発明の範囲が
これらの実施例により制限されないことは、当業界における通常の知識を有するものにと
って自明である。
【００２０】
　本発明に使用されるポリエステルフィルムには種類の制限がないが、従来に帯電防止コ
ーティングの基材フィルムとして知られている公知のものを使用することができる。本発
明では、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンナフ
タレートなどのポリエステル系樹脂を中心に説明するが、本発明の帯電防止コーティング
組成物の基材は、ポリエステルシート又はフィルムに限定されない。
【００２１】
　前記フィルムを構成するポリエステルは、芳香族ジカルボン酸脂肪族グリコールを重縮
合させて得たポリエステルのことを意味する。芳香族ジカルボン酸には、テレフタル酸、
２，６－ナフタレンジカルボン酸などが挙げられ、脂肪族グリコールには、エチレングリ
コール、ジエチレングリコール、１，４－シクロヘキサンジメタノールなどが挙げられる
。
【００２２】
　代表的なポリエステルには、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチレン－
２，６－ナフタレンジカルボキシレート（ＰＥＮ）などがある。前記ポリエステルは、第
３成分を含有した共重合体も可能である。前記共重合ポリエステルのジカルボン酸成分と
しては、イソフタル酸、フタル酸、テレフタル酸、２，６－ナフタレンジカルボン酸、ア
ジピン酸、セバシン酸、オキシカルボン酸（例えば、Ｐ－オキシ安息香酸等）を挙げるこ
とができ、グリコール成分には、エチレングリコール、ジエチレングリコール、プロピレ
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ングリコール、ブタンジオール、１，４－シクロヘキサンジメタノール、ネオペンチルグ
リコールなどを例に挙げることができる。
【００２３】
　これらのジカルボン酸成分及びグリコール成分は、２種以上を併用しても良い。本発明
のフィルムは、高い透明性を有し、かつ生産性、加工性に優れた一軸又は二軸配向フィル
ムを使用する。
【００２４】
　本発明の帯電防止シリコン離型組成物に含まれている導電性高分子樹脂は、帯電防止性
を付与するために、好ましくは、ポリ陰イオンにポリチオフェン又はその誘導体を混合し
て使用し、具体的には、化学式１及び化学式２で表される化合物を単独又は混合してポリ
陰イオンの存在下で重合することによって得ることができる。
【００２５】
【化１】

前記化学式１において、Ｒ１、Ｒ２は、それぞれ独立的に水素原子、Ｃ１～１２の脂肪族
炭化水素基、脂環族炭化水素基又は芳香族炭化水素基を表し、具体的にメチル基、エチル
基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、ベンゼン基などがこれに該当する。
【００２６】

【化２】

前記化学式２において、ｎは、１～４の整数である。
【００２７】
　また、前記ポリ陰イオンは、酸性ポリマーであり、高分子カルボン酸又は高分子スルホ
ン酸、ポリビニルスルホン酸などである。高分子カルボン酸には、ポリアクリル酸、ポリ
メタクリル酸、ポリマレイン酸などがあり、高分子スルホン酸には、ポリスチレンスルホ
ン酸などがある。
【００２８】
　一方、本発明では、０．５重量％のポリ（３，４－エチレンジオキシチオフェン）と０
．８重量％のポリスチレンスルホン酸を含有する重合体の水分散体を使用する。
【００２９】
　前記導電性ポリマー樹脂の量は、層を塗布形成するため本発明の帯電防止シリコン離型
組成物中のオルガノポリシロキサン１００重量部に対して０．０５～０．５重量部である
。０．０５重量部未満である場合に、充分な帯電機能が発揮されず、０．５重量部以上で
ある場合には、白金触媒の機能が喪失されて、硬化に問題が発生する。
【００３０】
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　本発明のオルガノポリシロキサン（ｏｒｇａｎｏ　ｐｏｌｙｓｉｌｏｘａｎｅ）の代表
的な分子構造は、以下の化学式３のとおりである。
【００３１】
【化３】

ここで、ｍとｎは、０より大きい整数である。
【００３２】
　前記オルガノポリシロキサンは、分子内にビニル基を含有し、ビニル基が分子中のどの
部分に存在しても良いが、特に分子の末端に存在することが好ましい。また、分子構造は
、直鎖状又は分枝状でも良く、直鎖と分枝が共にある構造であっても良い。
【００３３】
　また、本発明によるコーティング組成物の構成のうち、硬化剤として用いられるオルガ
ノハイドロジェンポリシロキサン（ｏｒｇａｎｏ　ｈｙｄｒｏｇｅｎ　ｐｏｌｙｓｉｌｏ
ｘａｎｅ）の代表的な分子構造は、以下の化学式４のとおりである。
【００３４】

【化４】

ここで、ｑとｐは、０より大きい整数である。
【００３５】
　前記オルガノハイドロジェンポリシロキサンは、直鎖状、分枝状又は環状の分子構造の
いずれか、又はこれらの組み合わせを有する。また、粘度や分子量も限定されないが、前
記オルガノポリシロキサンとの相溶性が良好でなければならない。本発明におけるオルガ
ノハイドロジェンポリシロキサンの使用量としては、前記オルガノポリシロキサンのビニ
ル基１個に対してシリコン原子に結合した水素原子が０．５～１．２個の範囲になること
が好ましい。オルガノポリシロキサンのビニル基１個に対して、シリコン原子に結合した
水素原子が０．５個未満である場合に、良好な硬化性が得られなくなるという問題点があ
りえ、１．２個を超過する場合に硬化後の弾性又は物理的性質が低下するという問題があ
りうる。一方、本発明によるシリコン離型組成物では、オルガノポリシロキサンに比べて
オルガノハイドロジェンポリシロキサンの量が多いと、架橋が過剰に行われて、柔軟性が
減少して膜の亀裂が生成されて平滑性が減少する。
【００３６】
　本発明による帯電防止シリコン離型組成物の構成のうち、シランカップリング剤は、基
材と塗膜との架橋、及び導電性ポリマー樹脂のうち触媒毒として作用する官能基のブロッ
キングのための重要な構成要素であって、エポキシシラン系、アミノシラン系、ビニルシ
ラン系、メタクリルオキシシラン系、イソシアネートシラン系などを使用することができ
る。
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【００３７】
　また、本発明による帯電防止シリコン離型組成物の構成のうち、触媒として使用される
白金キレート錯体は、コーティング組成物の硬化に重要な機能を果たす構成要素であって
、コーティング組成物及びコーティング基材に窒素、リン、硫黄化合物又はイオンタイプ
の高分子物質が含まれている場合に、白金キレート錯体が触媒機能を喪失してシリコン離
型組成物の未硬化現象が発生して離型機能がなくなるか、帯電防止層とシリコン層との間
の密着力が低下してシリコンが転写されるという問題点が発生する。本発明では、シラン
カップリング剤を使用して帯電防止組成物の官能基をブロッキングして、硬化妨害現象が
おきないようにし、帯電防止組成物と離型組成物を共に混合して一回のコーティングで帯
電防止と離型特性を同時に実現する。
【００３８】
　本発明の前記帯電防止シリコン離型組成物は、コーティング組成物の全重量に対して、
１．２～５重量％の固形分が含まれるように希釈した後、前記ポリエステルフィルムにコ
ーティングする。前記コーティング組成物に用いられる溶媒は、本発明の固形分を分散さ
せてポリエステルフィルム上又は帯電防止ポリエステルフィルム上に塗布させることがで
きるものであれば種類の制限はないが、好ましくは、水を使用する。前記帯電防止シリコ
ン離型組成物中の固形分含量が１．２重量％未満である場合に、粘着及び接着剤に対する
充分な剥離力及び帯電性が発現されないという問題があり、５重量％を超過する場合には
、得られるフィルムの透明性が低下し、コーティング組成物の硬化において経時的な変化
を引き起こすことがある。
【００３９】
　以下、本発明の実施例及び比較例を使用して本発明を詳細に説明する。
【実施例】
【００４０】
　［実施例１］
　オルガノポリシロキサン１００重量部に対して導電性ポリマー樹脂０．０５重量部、シ
ランカップリング剤０．０５重量部、オルガノハイドロジェンポリシロキサン５重量部、
白金キレート触媒５０ｐｐｍを水に希薄して、全体固形分の含有量が２重量％であるシリ
コン離型組成物を製造した。この組成物を、コロナ放電処理されたポリエステルフィルム
の表面に１０ミクロン厚さでコーティングした。コーティング後に１８０℃熱風乾燥器で
１０秒間熱処理して、帯電防止シリコン離型フィルムを製造した。
【００４１】
　［実施例２］
　０．１重量部の導電性ポリマー樹脂を組成物に添加したこと以外は、前記実施例１と同
じ方法で行って、帯電防止シリコン離型フィルムを製造した。
【００４２】
　［実施例３］
　０．５重量部の導電性ポリマー樹脂及び０．５重量部のシランカップリング剤を組成物
に添加したこと以外は、前記実施例１と同じ方法で行って帯電防止シリコン離型フィルム
を製造した。
【００４３】
　［比較例］
　［比較例１］
　１．０重量部の導電性ポリマー樹脂を組成物に添加したこと以外は、前記実施例１と同
じ方法で行って帯電防止シリコン離型フィルムを製造した。
【００４４】
　［比較例２］
　０．０３重量部の導電性ポリマー樹脂を組成物に添加したこと以外は、前記実施例１と
同じ方法で行って、帯電防止シリコン離型フィルムを製造した。
【００４５】
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　［比較例３］
　導電性ポリマー樹脂を添加せずに、０．５重量部のアクリル系帯電防止剤を組成物に添
加したこと以外は、前記実施例３と同じ方法で行って、帯電防止シリコン離型フィルムを
製造した。
【００４６】
　［比較例４］
　導電性ポリマー樹脂を添加せずに、０．５重量部の４級アンモニウム帯電防止剤を組成
物に添加したこと以外は、前記実施例３と同じ方法で行って帯電防止機能のある離型フィ
ルムを製造した。
【００４７】
　前記実施例１～３及び比較例１～４で製造されたフィルムに対する物性評価を下記のよ
うな方法で実施して、その結果を表１に表した。
【００４８】
　［実験例］
　［実験例１；表面抵抗の測定］
　帯電防止測定機（三菱（株）：モデル名ＭＣＰ－Ｔ６００）を利用して温度２３℃、湿
度５０％ＲＨの環境下に試料を設置した後、ＪＩＳ　Ｋ７１９４に基づいて表面抵抗を測
定した。
【００４９】
　［実験例２；剥離力の測定］
　－試料準備
１．シリコンコーティングされた測定用サンプルを２５℃、６５％ＲＨで２４時間保存
２．シリコンコーティング面に標準粘着テープ（ＴＥＳＡ７４７５）を付けた後、このサ
ンプルを室温（２５℃）及び高温（５０℃）条件で２０ｇ／ｃｍ２の荷重で２４時間圧着
した後、物性を測定
　－測定機器：ｃｈｅｍ－ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　ＡＲ－１０００
　－測定方法：
１．剥離角度１８０゜、剥離速度１２ｉｎ／分
２．サンプル大きさ５００ｍｍ×１５００ｍｍ、剥離力の測定のための大きさ２５０ｍｍ
×１５００ｍｍ
　－測定データ：剥離力の単位は、ｇ／ｉｎであり、測定値は、各サンプルの剥離力をそ
れぞれ５回測定して平均化した。
【００５０】
　［実験例３；残留接着率の測定］
　－試料準備：
１．シリコンコーティングされた測定用サンプルを２５℃、６５％ＲＨで２４時間保存
２．シリコンコーティング面に標準粘着テープ（Ｎｉｔｔｏ　３１Ｂ）を貼った後、この
サンプルを常温で２０ｇ／ｃｍ２の荷重で２４時間圧着
３．前記シリコン面に貼った粘着テープを汚染無しで収去し、表面が平らでかつ清潔なＰ
ＥＴフィルム面に接着した後、２ｋｇのテープローラ（ＡＳＴＭＤ－１０００－５５Ｔ）
で１回往復圧着させる。
４．剥離力の測定
　－測定機器：ｃｈｅｍｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　ＡＲ－１０００
　－測定方法：
１．剥離角度１８０°、剥離速度１２ｉｎ／ｍｉｎ．
２．サンプル大きさ５００ｍｍ×１５００ｍｍ、剥離力の測定のための大きさ２５０ｍｍ
×１５００ｍｍ
　－データ
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【数１】

【００５１】
　［実験例４；硬化度の測定］
　シリコンコーティング層上に３Ｍ　８１０粘着テープを貼ってから外したサンプルに、
下記のテスト試薬をマイクロシリンジで３μｌ（マイクロリットル）落として、シリコン
離型コーティング層に貼らなかった粘着テープを標準サンプルとして試薬の拡散程度に応
じた硬化程度を判断した。
　－テスト試薬＝ＩＰＡ＋Ｖｉｏｌｅｔ色素
　－ＩＰＡ＝＞３Ｍ　８１０粘着層を溶かし、シリコン離型コーティング層を溶かすこと
ができない。標準サンプルに比べて、テスト試薬の拡散が少ないほど、硬化度が悪いこと
が分かる。斑点の相対的な大きさに応じて、とても良好、良好、普通、不良と表現する。
【００５２】
　［実験例５；耐溶剤性測定］
　フィルム表面の溶剤に対する抵抗性を測定するために実施した。測定は、綿棒を特定の
有機溶媒に浸した後、綿棒の角度を４５度に維持した状態で、１００ｇの荷重、５ｃｍ／
ｓｅｃの速度で、綿棒を前記コーティング処理されたフィルム面上で１０回往復させた。
そのコーティング面の状態を下記の基準により評価した。
【００５３】
　［実験例６；ラブオフ性測定］
　シリコン離型コーティング層を指で強く押して、ポリエステルフィルム層上のシリコン
の除去程度を調べて、硬化されたシリコンと基材との接着特性を確認した。
【００５４】
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【表１】

（◎：とても良好、○：良好、△：普通、Ｘ：不良）
（ＥＡ：Ｅｔｈｙｌ　Ａｃｅｔａｔｅ；ＩＰＡ：Ｉｓｏｐｒｏｐｙｌ　Ａｌｃｏｈｏｌ；
ＭＥＫ：Ｍｅｔｙｌ　Ｅｔｈｙｌ　Ｋｅｔｏｎｅ；ＴＯＬ：Ｔｏｌｕｅｎｅ）
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【００５５】
　表１から確認できるように、本発明による実施例１～３は、優れた帯電防止機能と安定
した離型特性を共に保有していることを確認することができる。しかしながら、過量の導
電性ポリマー樹脂が添加された比較例１の場合にコーティング組成物の硬化不良が発生し
た。導電性ポリマー樹脂の含量が不十分である比較例２の場合に、帯電防止機能が達成さ
れなかった。また、本発明で先に説明したとおりに、シリコン離型組成物の硬化妨害を起
こす帯電防止剤を使用した比較例３、４の場合に、シリコン離型コーティング層の硬化度
と、基材とシリコン離型組成物の塗布層との間の密着力が悪かった。
【００５６】
　本明細書では、本発明者が行った多様な実施形態のうち、いくつかを例のみを挙げて説
明するものであるが、本発明の技術的思想は、これに限定又は制限されず、当業者により
変形されて多様に実施できることはもちろんである。
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